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	1.專利申請名稱
Title of Invention
	(中  文)


	
	(English)


	2.專利類別

  Type of Patent
	 □發明（Invention）  □新型（New Model）  □新式樣（New Type）

	3. 發 明 人

Inventors

【欄位不敷填寫時，請自行複製】
	1
	姓名(代表人)
Name

(Proj. Leader)
	(中  文)


	國籍
Nationality
	□中華民國Taiwan, R.O.C.

· 雙重國籍 duo citizenship

_______________________

· 其他others 
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	□中華民國Taiwan, R.O.C.

□雙重國籍 duo citizenship ________________________

· 其他others 

________________________
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	身份證字號
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	服務單位Organization
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	4.有關本申請案最早的紀錄
Earliest Record
	日期   

Date
	            年(YY)         月(MM)         日(DD)

	
	簿號頁數
Page
	研究紀錄簿號：                 頁數：

	5.附件資料Attachments
	· 本表第7項所指之已發表或即將發表文獻    共           篇

· 本表第9-1項所指已檢索之專利資料        共           篇

· 本表第9-2項所指之其他相關文獻          共           篇

· 本表第16項所指之市場分析報告            共           篇

· 本發明(創作)之相關圖示或表格             共           頁

· 本構想揭露書之電子檔(磁片)
· 其他：


	6.申請國家及理由詳述
Applied-to Country (ies) and Application Reasons 
	 □ 中華民國(Taiwan R.O.C.)    □ 美國(U. S. A.)             □ 日本(Japan)

□ 韓國(R.O.K)               □ 中華人民共和國(People’s R.O.C.)

□其他國家：                                                  

	
	發明人建議優先申請國家之順序(Priority List of Applied-to Countries)：



	
	其他說明：

1.若勾選其他國家之申請，請明確填寫國家別(請勿以區域代表申請國家，例如：歐盟)

2.若勾選中華民國以外之其他國家時，請同時提供本表第16項之市場分析報告摘要

	7.本申請案是否已公開？
 Is this Invention Disclosed to the Public?
	□是（Yes）                   □否（No）

若是，請註明發表之時間及場所（If yes, please show the date and location）
若否，預計公開之日期（If no, please indicate the anticipated disclosure date）
公開之目的（請在適當空格內勾選）（The Purpose of Disclosure）

□學術論文或刊物發表（Publication）          □學術研討會發表（Symposium）

□展覽（Exhibition）          　　　         □其他（Other）

· 為維持申請專利內容之新穎性，請勿在申請前，發表相關內容之論文。若已先行發表，請檢附已發表之相關文獻，並註明其發表日期及與專利內容之相關程度。
For the purpose of patent application（to maintain the novelty of your findings）,please do not publish any of your invention before application. If you have already revealed part of them to the public, please attach your publications and write down the date and their relevance to your current invention disclosure.

· 申請人保證上述資料正確無誤，倘有不實，願受法律之懲罰。
The undersigned agree to accept punishments provided for in laws in case of any deceptive activities.
簽章（Signature）：___________________________(代表人)

	
	其他說明：

1. 我國專利法：凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得相關專利：(1)申請前已見於刊物或已公開使用者。(2)申請前已為公眾所知悉者。

2. 本案申請前，因為有(1)研究、實驗(2)陳列於政府主辦認可之展覽會者、及(3)非出於申請人本意而洩漏者等情事，其事實發生之日起六個月內申請者，不受上述第一項各款規定之限制。
註：各國專利權責機關皆有類似之寬限期規定，實際申請作業上，除了台灣與美國申請案外，其他國家之申請案一般都有較嚴苛之寬限標準。不建議申請前，先發表技術。


	8.本案關鍵字

  Keywords
	

	9.相關先前技術調查情形
Existing Relevant Technologies
	1.
	已檢索之專利資料（Retrieved Patent）： 

*請先自行上網檢索。


	
	2.
	相類似技術或其他已發表之文獻(Similar Technology or Reviewed Literatures)：



	
	3
	習知技術之說明及其缺失(Description of the Prior Art and the Defect)：


	10.本申請案之特色

 Distinguished Features
	1.
	本申請案之發明領域及創作目的(Invention Field and Purpose)：



	
	2.
	本申請案所欲解決之問題及其技術特點(Problems to be Solved and its Technical Feature)：


	11.較佳實施例之說明(Description of the Preferred Practices)：
*舉出至少一項關於本發明之較佳實施例(可配合圖示說明)，使熟習該技術者能了解其內容並可據以實施。


	12.本申請案所欲保護的專利範圍(Claims)：
*請列出本技術在方法/構造/裝置/形狀/成份/組成上與習知技術(prior art)之比較，具有創新、進步或功效等獨特技術部分，得以行使排除他人侵權及請求賠償損害之專有權利。



	13.中文技術摘要（Invention Abstract in Chinese）：
*請以簡明文字說明有關本發明/創作之內容特點。



	14.英文技術摘要（Invention Abstract in English）：
*為辦理專利申請時所需資料，請務必提供。



	15.技術分析報告摘要：
*請針對本表第9-1項與第9-2項所檢索之專利或文獻資料，盡量詳細分析每一篇之技術特性，且與本申請案之比較，及本申請案之技術優勢。

**敬請務必檢附此報告摘要，此將作為校內技術審查與專利申請說明書之內容。



	16.市場分析報告摘要：
*請針對本表第06項所填寫之國家別，提供明確資料(申請人可以提供其他紙本資料代替本分析報告摘要)

(1) 為何申請該國之詳細理由，請條列詳述。

(2) 該申請案之技術或產品預估在該國之重要性(市場佔有率、產品之競爭成本……)。

(3) 申請該國是否有現存或潛在之競爭優勢？

(4) 其他有利申請該國之因素 (如有技轉/合作廠商支持、衍生公司新設之市場據點……) 。

**敬請務必檢附此報告摘要，並將作為校內技術審查與評量申請國家別之主要決定因素之一。




	17.本申請案應用之範圍

Applicable Fields of this Invention

	領域別

（擇一）

Field Type (Single Selection)
	□電子工程 Electronic Engineering  □電機工程 Electrical Engineering □電信工程 Telecommunication Engineering □光電工程 Photonics Engineering □資訊工程 Information Engineering □機械工程 Mechanical Engineering □控制工程 Control Engineering □運輸工程 Transportation Engineering  □航太工程 Aerospace Engineering  □化學工程 Chemical Engineering □材料工程 Materials Engineering □環境工程 Environmental Engineering □土木工程 Civil Engineering □醫學工程 Biomedical Engineering □醫藥衛生 Pharmacy and Hygiene □農業技術Agricultural Technology □生物技術 Biological Technology □食品科技 Food Technology □數學 Mathematics □物理 Physics □化學 Chemistry □地球科學 Earth Science □人文科學 Humanities and Applied Science  □社會科學 Social Science  □教育科學 Educational Science  □其他Others              

	
	產業別

（至少選擇3項）

Industry Type

（Choose at least 3 types）
	□積體電路產業 Semiconductor □電腦及週邊產業 Computers and Peripherals □通訊產業 Telecommunications □光電產業 Phonetics  □精密機械產業 Precision Machinery  □運輸工具產業 Transportation □機械設備製造業 Machinery Equipment □製藥工業Pharmacy  □農藥工業 Agriculture □生物技術產業 Biological Technology  □食品製造業 Food Manufacturing □化學材料製造業 Chemical Materials Manufacturing □石油及煤製品製造業 Petroleum and Coal Manufacturing □金屬製品製造業 Metal Manufacturing  □非金屬製品製造業 Non-Metal Manufacturing  □紡織業 Textile  □電子產業 Electronics  □出版業 Publishing  □營建業 Construction □顧問諮詢業 Consulting  □其他Others             

	
	可能應用的層面與方式

Applicable Fields and Methods
	請詳細列舉此技術可能應用的層面與方式，至少100字以上

	
	可能應用之產品Applicable Products
	至少填寫3項，且必須描述其功能

1

2

3



	
	技術移轉狀況

Status of Technology Transfer
	□目前尚無 None  □洽談中In contact   □已簽訂技術移轉合約 Contracted

註：請填寫下述授權之公司及聯絡人（若勾選「目前尚無」，則至少需填寫二家可能之授權公司）

	
	
	授權之公司及聯絡人(Potential Licensees & Contacts )：

請至少填寫二家

1授權之公司：

聯絡人：

聯絡方式：

2授權之公司：

聯絡人：

聯絡方式：

	
	本發明之特色

Features of  this Invention
	產業上利用性Industrial Applicability：

新穎性Novelty：

進步性Advancement：

表格不敷使用請自行延伸(Extend this form if necessary))

	18.初估本專利價值

Value Estimation
	1.計價金額：新 台 幣 

2.計價方式：(至少100字以上)

3.技術內涵：(每項至少100字以上)
(1)專利說明及技術分析（至少須包含專利保護範圍說明、專利地圖分析、新技術替代性、與同等技術比較、市場潛力等分析）

(2)目前技術價值(至少須包含商品化可能性、讓與可能性、預估讓與權利金、潛在讓與對象分析)
(3)技術成熟度(單選) □量產  □試量產  □雛型□實驗室階段  □概念□其他
(4)技術應用範圍



註：為利專利維護屆滿後推廣需要，專利屬政府或民營機關資助計畫衍生成果，請依資助機關規定填寫所需表單。例：屬「科技部」資助計畫衍生成果，請繳交「科技部補助、委託或出資研究計畫研發成果專利權讓與自評說明申請表」（可逕至科技部「科技研發成果資訊系統/申請表格 http://ap0569.most.gov.tw/strike/homepageIndex.do 」項下下載或逕至產合處網站下載使用）本處將依工作權責轉交產合處收存。
發明人：________________________（簽章）  

日期：__________________________
發明人：________________________（簽章）  

日期：__________________________
發明人：________________________（簽章）  

日期：__________________________
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